Brandnenr

Electronics

Maksimaalne kihtide arv

Selle numbriga iseloomustatakse maksimaalset juhtivate (toide,
maa, signaal jne) kihtide arvu mitmekihiliste trikkplaatide puhul.
Brandner Electronics OU-l on max kihtide arv seotud maksimaalse
voimaliku paketi paksusega, mis momendil on 2,4mm.

Olemasolev tehnoloogia lubaks teha ka rohkemate kihtide arvuga
plaate, mis aga praeguses turusituatsioonis ei ole turu poolt
ndutud, kuna HDI tehnoloogia arenguga on vajaminevate kihtide
arv hoopis vahenenud.



